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前  言

  《半导体器件的机械标准化》已经或计划发布如下部分:
———第1部分:分立器件封装外形图绘制的一般规则;
———第2部分:尺寸;
———第3部分:集成电路封装外形图绘制的一般规则;
———第4部分:半导体器件封装外形的分类和编码体系;
———第5部分:用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值;
———第6部分:表面安装半导体器件封装外形图绘制的一般规则。
本部分为《半导体器件的机械标准化》的第5部分。
本部分使用翻译法等同采用IEC60191-5:1997《半导体器件的机械标准化 第5部分:采用载带自

动焊(TAB)的集成电路封装推荐值》。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T15879—1995《半导体器件的机械标准化 第5部分:用于集成电路载带自动焊

(TAB)的推荐值》。与GB/T15879—1995相比,主要技术变化如下:
———范围中增加“本部分适用于制造厂供给用户的成品单元,对集成电路(IC)到框架的互连(内引

线焊接)没有明确要求”(见第1章);
———删除导孔、内引线焊接、外引线焊接、隔离带、带头、滑动载体、切割、引线成形等术语,增加链齿

轮孔、内引线、外引线或者切割的窗口、支撑环、本体尺寸、外引线、对位孔、测试焊盘等术语(见
第2章,1995年版的2.2);

———载带宽度由“8mm、16mm、19mm、35mm”(见 GB/T15879—1995中3.1)改为“35mm、

48mm和70mm”(见4.1,1995年版的3.1);
———增加与膜规格相关的尺寸和公差、对位孔、本体尺寸和公差、焊盘图形相关的尺寸和公差、外引

线节距相关的尺寸和公差、最大引线数目组合(见第4章);
———增加变量组合编码(见第5章);
———增加内、外引线焊接要求(见第6章);
———增加超大型TAB封装推荐值、宽体型TAB封装推荐值、外引线编号、测试焊盘编号(见本部

分附录A、附录B、附录C、附录D)。
本部分作了如下编辑性修改:
———修改了标准名称;
———修改了表2表头中的错误,将本体尺寸识别字母从A、B、C、D、F、G、H、J、K,更正为A、B、C、

D、E、F、G、H、J、K;
———修改了表5表头中的错误,表5表头中测试焊盘数目全部都是M1,根据膜规格、测试焊盘节距

的不同,更正为 M1、M2、M3、M4;
———修改表A.1中的错误,将BB-26的外引线节距由0.4mm更正为0.15mm,BB-36由0.4mm更

正为0.15mm,BD-46由0.16mm更正为0.15mm;
———附录B中删除完全重复的EH-46,和本体尺寸(40mm×40mm)错误的EJ-46重复行。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC78)归口。
本部分起草单位:中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团公司第五十八研究所、四川蜀杰
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通用电气有限公司。
本部分主要起草人:王琪、丁荣峥、帅喆、李易、王波。
本部分所代替标准的历次版本分布情况为:
———GB/T15879—1995。
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半导体器件的机械标准化 第5部分:
用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值

1 范围

《半导体器件的机械标准化》的本部分规定了采用载带自动焊(TAB)作为结构和互连主要构成的

集成电路封装推荐值。
本部分适用于制造厂供给用户的成品单元,对集成电路(IC)到载带的互连(内引线焊接)没有明确

要求。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
芯片(或管芯) chip(ordie)
从含有某种器件阵列的硅晶圆上分割下来的,至少包含一颗集成电路。

2.2
带式载体 tapecarrier(tape)
由绝缘材料和有一定图形的导电材料叠压而成的、作为芯片机械支撑及电气连接的条带。条带包

含一系列的图形,每个图形就是条带的一个单元。
注:当不致产生混淆时,“带式载体”可简写为“载带”。

2.3
链齿轮孔 sprockethole
载带每边一排边孔,设备通过此边孔传送载带,或用于粗略调整载带位置。

2.4
引线图形 leadpattern
刻蚀后,载带上包括内、外引线和测试焊盘在内的导电材料图形。

2.5
内引线 innerlead
与芯片相连接的引线图形最内端的导体。

2.6
器件窗口 devicewindow
位于载带单元中心区,将芯片和内引线安放其内的孔。

2.7
外引线或者切割的窗口 outerleadorexcisewindow
载带单元每边、悬空于导体图形上方的矩形孔。这些孔会在载带每个单元四周形成一个连续的开

口。通常在开孔中将已键合电路从载带上切割分离出来。

2.8
支撑环 supportring
支撑器件窗口和外引线窗口之间导体图形的绝缘膜。
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